MTL-431 (MTL-401)

= SW-32, 1.1.1.3B, RMA (mírně aktivované), bezoplachové

- i pro mírně zoxidované povrchy

MTL-438 (MTL-4x8 - 408,468)

= SW-26, RMA (mírně aktivované), podmíněně bezoplachové

- i pro více zoxidované povrchy, 

Future Rework Jelly

=J-STD-004 ROL0 - minim. modif. kalafuna
RMA223

RMA559 

MTV-125

= SW-24, DIN EN 23454-1 1.1.02.C

, s aminokyselinami, NUTNO OPLACHOVAT
Spájkovacie pasty na ebay 
Počas svojej práce s elektronikou som mal možnosť otestovať asi 15 druhov rôznych pást. V súčasnosti používam iba tie kvalitnejšie na BGA a na SMD si pastu miešam z viacerých druhov, čo sa mi veľmi osvedčilo.

	
	AMTECH RMA-223
	Podpriemerná pasta údajne obsahujúca aktivovanú kolofóniu. Má priemernú účinnosť, je pomerne nízkej viskozity, neutrálne PH, nie je nutné ju oplachovať a je aj cenovo dostupná. 10cm³ stojí asi jeden dolár na ebay. Nie je to žiaden zázrak, na BGA reballing sa použiť nedá, ale na SMD postačí a za tú cenu je to OK. Nie je to originál AMTECH ale napodobenina.
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	BEST RMA-223
	Táto pasta by podľa špecifikácie mala byť totožná s predchádzajúcou, no nie to tak ani zďaleka. Tu sa výrobca nesnaží podstrčiť kupujúcemu napodobeninu, ale skutočne vyrobil pastu založenú na kolofónii s danou špecifikáciou. Na rozdiel od predchádzajúcej, je pasta hustejšia, tmavšia, zanecháva hnedý lepkavý zvyšok a skutočne funguje ako má. Zvyšok po použití možno očistiť liehom. Úspešne som, túto pastu spočiatku používal na osadzovanie guliečiek BGA, a aj na osadzovanie starších BGA čipov. Na SMD je super.
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	AMTECH NC-559-ASM
	Pasta veľmi podobná RMA-223, no kvalitnejšia. Dá sa už použiť aj na reballing BGA. Jej cena sa pohybuje mierne cez tri doláre. Taktiež sa jedná o napodobeninu AMTECH, no táto pasta už dá sa povedať aj funguje.
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	AMTECH NC-559-ASM
	Pasta rovnaká ako predchádzajúca, tiež sa jedná o napodobeninu. Aj keď je uvedený web výrobcu www.amtechsolder.com, ostatné znaky ako čiarový kód chýbajú. Navyše originál amtech nedáva na svoje pasty holografické logo.
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	ASM-559-ASM-TPF(UV)
	Originál AMTECH pasta určená hlavne na BGA reflow/rework/reballing pre lead-free(bezolovnaté) spájkovanie. Pasta je mimoriadne účinná, môžem povedať že zo všetkých ktoré som zatiaľ skúšal najlepšia a takmer vobec nezapácha. Tomu zodpovedá aj cena. Mimoriadne vysoká účinnosť pri odsávaní cínu pomocou wick pásika. Pasta má jasne žltú farbu, je pomerne riedka a je takmer úplne priehľadná na rozdiel od neoriginálnych pást s týmto označením. Je pomerne ľajké ju rozpoznať. Ako zátku ústia nepoužil výrobca čiernu nasúvaciu koncovku ale oranžovú zátku so závitom,  a aj striekačka má logicky závit pre zátku. pochybujem že sa jedná o pastu vyrobenú v USA, pretože túto striekačku, zátku a piest používa aj čínsky výrobca nespájkovacej masky (detailne porovnané). Každopádne je to skvelá pasta hlavne na osadzovanie čipov.
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	ZJ-18
	Menej kvalitná pasta, založena na vazelíne. Nie je nutné ju oplachovať, má neutrálne PH. Je hustejša ako RMA-223, má nižšiu účinnosť no cena je za 80g balenie okolo dvoch dolárov, čiže je lacná a na bežné účely postačí. Úspešne ju používam na SMD. Pri BGA sa dá použiť iba na odstránenie starého cínu, nové guličky alebo nebodaj samotný chip osadzovať ani neskúšajte ! Ja osobne k tejto paste pridávam aj kolofóniu za tepla rozpustenú v propylen-glokole. Vznikne tmavšia pasta ale je oveľa účinnejšia. Hlavne pri rozoberaní starých dosiek sa hodí mať lacnú pastu.
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	ZJ-18
	Iné balenie
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	PD-10
	Pasta na SMD. Účinnosť podobná ako kolofonia, no neprepaľuje sa a zvyšok sa dá dobre odstrániť liehom. Je omnoho účinnejšia ako ZJ-18.
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	BS-10
	Pasta vhodná na spájkovanie konektorov, drôtov a mechanických častí. Obsahuje kyselinu a na obale je upozornenie, že nie je použiteľná na počítačové dosky (Weak acid: Not applicable to PC boards.) Má bielu farbu trocha kryštalickej štruktúry. Prakticky nezapácha a neprepaľuje sa. Poniektorí predajcovia uvádzajú že je vhodná na BGA a SMD, to je blbosť, je to hobby pasta, čo má aj na obale jasne uvedené.
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	ws-30
	Účinná pasta, ale predpokladám že bude spôsobovať koróziu, pretože je prakticky rovnaká ako BS-10, ktorá obsahuje kyselinu. Neodporúčam na SMD, skôr na konektory, drôty a podobne. dá sa dobre očistiť liehom. názov na ebay je "30g Advanced Solder Soldering Flux Welding Grease Paste For BGA PCB Repair" , ale tomu neverím, keďže aj na obale je uvedené "HOBBY USE SOLDERING".
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	BST-506
	Spájkovacia pasta obsahujúca kvalitné tavidlo a spájku v pomere 63% cínu a 37% olova. Pasta je vynikajúco použiteľná na pocínovanie DPS pred vŕtaním otvorov. Po takomto pocínovaní je DPS skvele pripravený na osadzovanie a spájkovanie.Pastu treba naniesť doslova tak, že ju ani nieje vidno, je to len povlak. Po nanesení sa stačí hrotom spájkovačky dotknúť plošky a je v momente pocínovaná. Na plošný spoj 5x10 cm s 50 otvormi stačí množstvo pasty o veľkosti polovice zápalovej hlavičky. Pri pocínovaní káblov stačí namočiť koniec drôtu a priložiť spájkovačku alebo plameň zapaľovača. predpokladám že ako tavidlo je použitá pasta BST-223. Pod mikroskopom krásne vidno lesklé cínove guličky v priesvitnom tavidle. Priemer častíc je uvedený 25-45µm (0.025 -0.045 mm).
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	MCN-300
	Veľmi podobná pasta ako BST-506, no mám pocit že obsahuje menej kvalitné tavidlo.
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	RMA 1.1.2/3
	Spájkovacia pasta poľskej výrovy. Jedná sa o aktivovanú kolofóniu, ma vyokú účinnosť. Je tmavej farby a pomerne hustej konzistencie. Pri spájkovaní zapácha a pri vdýchnutí výpar značne dráždi. Vhodna na SMD a osadzovanie guličiek BGA. usudzujem že sa jedná o kolofóniu rozpustenú v nejakej vazelíne. Po spájkovaní zanecháva tmavší lepkavý sajrajt, ktorý aj keď výrobca uvádza, že netreba odstraňovať (no clean), je treba odstrániť liehom alebo benzínom, lebo to vyzerá strašne. Dobre to rozpúšťa snáď len toluen, je to riadny humus, neodporúčam sa ani zaoberať.
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	KINGBO RMA-218
	Kvalitná pasta vhodná na reflow/rework/rebaling. Pasta má bielu farbu s mierne jantárovým nádychom. Je veľmi účinná, porovnateľná s originál AMTECH, no výpary sú dráždivé a je omnoho hustejšia. Bez problému sa dá používať na prácu s BGA hlavne pri osadzovaní guličiek a odspájkovaní čipov. nie je problém ňou čipy aj osadzovať. Vysoká účinnosť pri odsávaní cínu pomocou wick pásika. Aj na tejto paste je vo varovaní "Colifomia" namiesto "Calirfornia".
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	HERO

HH3368A
	Pasta porovnateľná s KINGBO. Originál čínska pasta, nehrá sa na nič. Je redšej konzistencie čiže sa lepšie hodí na dávkovanie striekačkou. Cín sa ňou odsáva priam skvele. Má takmer oranžovú farbu, je nepriehľadná, pôsobí dosť "lacno", no bol som milo prekvapený. 
	 


 

Všetky spomenuté pasty dobre umýva technický benzín. Plošné spoje a základné dosky treba umývať izopropyl-alkoholom.

 Pravé pasty poznáte podľa týchto znakov:

AMTECH
1. uvedená adresa www.amtechsolder.com
2. Je zobrazený čiarový kód a podľa neho sa dá na web stránke www.amtechsolder.com nájsť.

AMTECH, KINGBO
V upozornení sa nachádza "California" na rozdiel od napodobenín, ktoré uvádzajú "Colifomia".

 

Ja osobne už prestávam veriť fámam o tom že je to preklep pri kopírovaní, pretože kto si dá námahu skopírovať pastu aj obal, dosiahne značnej kvality, určite dokáže skopírovať aj nálepku ... Každopádne, netreba nakupovať tým spôsobom, že si zoznam zotriedite podľa ceny a kúpite najlacnejšiu z kategórie. Cena je rozdielna z nejakého dôvodu. Jeden z nich môže byť vek pasty. Pasta degraduje a ôčinok pasty klesá. Balenie pasta 100g v ene 10 euro je na smiech, tu je jasné, že to nebude to pravé orechové. Dobré pasty sa pohybujú od 35 eur vyššie.

